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摘要

本文主要介绍了多层PCB行业的盈利模型与关键指标分析，预测了未来几年盈

利情况，为投资者提供决策参考。同时，文章深入分析了市场风险、技术风险、政

策风险和竞争风险，并提出了具体的防范建议，如多元化投资、加强技术研发等。

文章还展望了行业发展趋势，指出技术创新、绿色环保、市场需求增长和产业链整

合将是未来发展的主要方向。针对这些趋势，文章为企业提出了加强技术研发、拓

展市场应用领域、推进绿色生产和加强品牌建设等策略建议。最后，文章强调了多

层PCB行业的投资机会与风险提示，建议投资者关注技术创新能力和品牌优势的企

业，同时密切关注环保政策对行业的影响。

第一章 多层PCB行业概述

一、 行业定义与分类

多层PCB市场深度剖析



多层PCB（Printed Circuit 

Board），作为电子工业的核心组件之一，其技术发展与市场需求紧密相连。这类

在通用基材上精密构建的印制电路板，通过绝缘介质层叠导电图形，并利用导通孔

实现复杂的层间互连，为现代电子设备的高性能与小型化提供了坚实支撑。

一、市场细分与结构解析

多层PCB市场的多元化体现在其细致的分类体系上。从导电图形层数来看，市

场可分为4层板、6层板及更高层数的复杂多层板。每种层数的选择直接关联到产品

的设计难度、制造成本及最终性能。例如，4层板以其适中的成本与性能平衡，广

泛应用于消费电子领域；而高端通信设备与服务器则更倾向于采用更高层数的PCB

，以满足其对高速信号传输与复杂布线的需求。产品结构上的多样性也是多层PCB

市场的一大特点，刚性多层板、挠性多层板及刚挠结合多层板等产品形态，分别适

应了不同应用场景下的强度、灵活性及集成度要求。

技术趋势与应用拓展

随着电子产品向更高集成度、更小体积、更快传输速度的方向发展，多层PCB

技术也在不断演进。高频多层板与高速多层板的兴起，便是针对当前及未来市场需

求作出的技术回应。这些特殊功能板材通过优化材料选择与结构设计，显著提升了

信号传输质量与效率，广泛应用于5G通信、数据中心、雷达探测等尖端领域。同时

，金属基板多层板等新型产品的出现，更是进一步拓宽了多层PCB的应用边界，其

在LED照明、功率电子、汽车电子等领域的广泛应用，展现了其强大的市场竞争力

。

多层PCB市场正处于一个快速发展与变革的时期。面对不断变化的市场需求与

技术挑战，企业需紧跟行业动态，加大研发投入，不断创新产品与服务，以在激烈

的市场竞争中保持领先地位。同时，政府与行业协会也应加强政策引导与标准制定

工作，为多层PCB产业的健康发展营造良好环境。

二、 行业发展历程及现状

中国PCB（Printed Circuit 

Board，印刷电路板）产业的发展历程，是一部技术革新与市场拓展的交响曲。自2

0世纪50年代PCB技术初露端倪，中国便紧跟国际步伐，于1956年正式启动PCB的研

制工作，标志着国内PCB产业的萌芽。随后的数十年间，中国PCB行业经历了从缓慢

探索到快速崛起的转变，这一过程深刻反映了技术进步与国际合作的双重驱动。

缓慢发展期（1960-

1969年）：此阶段，中国PCB行业处于技术积累与工艺摸索阶段。单面印制电路板

的批量生产标志着技术应用的初步成熟，而双面PCB板的小批量生产及多层PCB板的

研制则预示了未来技术发展的方向。然而，受限于当时的国内外环境与技术水平，

中国PCB产业的发展步伐显得较为沉重而缓慢。



快速发展期（20世纪八九十年代）：改革开放的春风为中国PCB行业带来了前

所未有的发展机遇。随着国际先进技术及外资企业的涌入，中国PCB产业迅速崛起

，不仅实现了产量的飞跃，更在技术水平上实现了质的提升。这一时期，中国逐步

成为全球PCB生产的重要一环，为后续的产业升级奠定了坚实基础。

持续增长与高阶化（21世纪以来）：进入21世纪，尤其是近十年间，中国PCB

行业迎来了新一轮的增长浪潮。随着下游应用领域如电子通信、汽车电子、人工智

能等行业的快速发展，对PCB产品的需求日益多样化、高端化。在此背景下，中国P

CB企业纷纷加大研发投入，推动技术创新与产品升级，多层板、HDI板、封装基板

等高端产品的生产能力显著提升，技术水平与国际接轨甚至部分领域实现领先。

市场规模与竞争格局：当前，中国PCB行业市场规模持续扩大，已成为全球最

大的PCB生产基地之一。据市场研究机构预测，全球PCB产值在未来几年内将保持稳

健增长，中国大陆地区将继续保持其全球制造中心的地位。与此同时，行业竞争格

局日益激烈，但龙头企业凭借其在技术、规模、品牌等方面的优势，占据了市场的

主导地位。如深圳市宝安区、苏州市吴中经开区、深圳市龙岗区等地，已成为中国

PCB产业的重要集聚区，汇聚了大量优质企业与资源，共同推动行业向更高层次发

展。

中国PCB产业在历经多年的发展与积淀后，已步入成熟稳健的发展轨道。未来

，随着技术创新的不断深入与下游应用领域的持续拓展，中国PCB行业有望迎来更

加广阔的发展空间。

三、 行业产业链结构分析

PCB产业链深度剖析

在当今高度信息化、电子化的时代，PCB（印刷电路板）作为电子设备不可或

缺的组件，其产业链的发展与转型备受瞩目。PCB产业链横跨原材料供应、中游制

造与下游应用三大环节，各环节间紧密相连，共同构建了PCB行业的繁荣生态。

上游原材料：奠定坚实基础

PCB产业链的上游主要包括铜箔、环氧树脂、玻璃纤维布、金盐油墨及半固化

片等原材料。这些原材料的质量与价格直接影响着PCB产品的最终性能与成本结构

。随着科技的不断进步，上游供应商致力于研发新型材料，如碳纳米管、石墨烯及

液态金属等，以期提升PCB的散热效率、信号传输能力及整体可靠性。同时，原材

料供应商与中游制造商的紧密合作，确保了材料供应的稳定性与质量的持续提升，

为PCB产品的创新与发展奠定了坚实的基础。

中游制造：智能化转型引领未来

作为PCB产业链的核心部分，中游制造涵盖了设计、制造、测试及组装等多个

环节。近年来，随着智能制造技术的迅猛发展，PCB制造正加速向自动化、智能化

方向转型。智能制造系统的引入，不仅提高了生产效率与产品精度，还降低了人力

成本，增强了企业的市场竞争力。PCB制造商还不断加大研发投入，探索多层



板、柔性板及高频高速板等高端产品的生产技术，以满足电子产品小型化、轻

薄化及多功能化的市场需求。

下游应用：多元化需求驱动增长

PCB产品的下游应用领域极为广泛，覆盖了消费电子、汽车电子、通信设备、

工业控制、计算机、航空航天及医疗等多个行业。这些领域的快速发展，为PCB行

业提供了广阔的市场空间与强劲的增长动力。特别是在服务器/数据传输、通信、

汽车及军事/航空航天等领域，对PCB产品的需求尤为旺盛。随着AI技术的不断成熟

与应用，PCB在智能设备、物联网及自动化控制系统等领域的应用也将进一步深化

，为PCB行业带来新的增长点。

产业链协同：共筑行业辉煌

PCB产业链的上游原材料供应商、中游制造商与下游应用领域之间的紧密合作

与协同发展，是推动PCB行业持续繁荣的关键。通过加强产业链上下游之间的沟通

与协作，可以实现资源共享、优势互补，共同应对市场挑战，推动技术创新与产业

升级。同时，产业链的协同发展还有助于提升整个行业的竞争力，促进PCB行业的

可持续发展。

第二章 市场需求分析

一、 国内外市场需求现状

当前，全球及中国多层PCB市场正处于一个快速变化与持续增长的时期，其驱

动因素主要源于电子产业的蓬勃发展以及新兴技术的不断涌现。在国内市场，多层

PCB作为电子产品的关键组成部分，其需求伴随着5G通信、物联网、新能源汽车等

新兴领域的崛起而持续攀升。这些领域对高性能、高可靠性的PCB产品需求迫切，

促使国内企业不断加大研发投入，提升技术实力，以满足日益增长的市场需求。同

时，国内多层PCB生产企业在成本控制、供应链管理等方面也具有显著优势，进一

步巩固了其在国际市场上的竞争力。

国际市场上，多层PCB的需求保持相对稳定，这得益于全球电子产业的持续繁

荣。中国作为全球最大的PCB生产国，其产品在性能、价格等方面均具有较强竞争

力，深受国际市场青睐。Prismark的预测数据显示，2023至2028年间，全球PCB行

业的营收复合增长率预计将达5.4%，其中高多层板及HDI板等高端产品的增长尤为

强劲。这反映了国际市场对于高性能PCB产品的持续需求，也为中国多层PCB行业提

供了广阔的发展空间。

然而，国际贸易环境的不确定性也不容忽视。关税壁垒、贸易战等外部因素可

能对多层PCB的进出口造成一定影响，增加企业的运营成本和市场风险。长期来看

，中国多层PCB行业有望继续在全球市场中占据重要地位，并推动整个行业的持续

健康发展。

二、 下游应用领域需求分析



在当前技术快速迭代的背景下，多层PCB作为电子元器件的核心组成部分，其

在多个关键领域的应用呈现出显著增长态势，尤以通信设备与消费电子领域最为突

出。

通信设备领域：随着全球5G网络的加速部署与商业化应用的全面铺开，通信设

备制造商正面临前所未有的挑战与机遇。5G网络对数据传输速度、信号稳定性及系

统容量的要求大幅提升，这直接驱动了对高性能多层PCB的强劲需求。多层PCB以其

独特的高速、高频及高密度特性，成为满足5G通信设备关键性能指标的优选材料。

在基站建设、数据传输设备、核心网设备等关键环节，多层PCB不仅有效提升了设

备的集成度与可靠性，还显著降低了能耗与信号干扰，为5G网络的高效稳定运行提

供了坚实保障。随着物联网、智慧城市等新兴应用的兴起，多层PCB在通信设备中

的应用场景将进一步拓展，持续推动行业技术创新与市场需求的双重增长。

消费电子领域：消费电子产品的迭代周期日益缩短，智能手机、平板电脑、可

穿戴设备等产品已成为人们日常生活的必需品。这些产品对轻薄化、高性能、长续

航的追求，促使多层PCB技术不断创新与发展。多层PCB在提升电子产品内部空间利

用率、增强信号传输效率、降低能耗及提高散热性能等方面发挥着重要作用。特别

是在智能手机领域，多层PCB已成为实现全面屏、折叠屏等创新设计的关键技术支

撑。同时，消费者对产品外观、拍照、游戏体验等多元化需求的提升，也促使消费

电子制造商不断采用更高技术含量的多层PCB解决方案，以满足市场日益精细化的

需求。这种趋势不仅推动了多层PCB技术的持续进步，也为整个消费电子行业带来

了更加广阔的市场空间与发展机遇。

三、 客户需求特点及趋势

在当前PCB行业的深刻变革中，多层PCB作为关键组件，其市场需求正经历着多

重趋势的交织影响，促使企业不断适应与创新。个性化定制与品质提升的双重驱动

，成为行业发展的重要引擎。

个性化定制需求的激增，是市场细分与消费者主权上升的直接体现。随着智能

制造技术的广泛应用，如大数据分析、人工智能算法等，企业能够更精准地捕捉市

场动态，预测个性化需求趋势。这不仅要求企业增强研发实力，以灵活应对多样化

的设计需求，还促使生产流程向高度自动化、智能化转变。通过物联网技术实现设

备间的无缝连接，构建智能协同的生产网络，多层PCB的生产能够在程序指令下精

准操作，确保每一块产品都能满足客户的独特需求。云计算平台为数据处理与存储

提供了强大支持，确保整个系统的稳定与高效运行，为个性化定制提供了坚实的技

术基础。

品质要求的持续提升，则是对PCB行业生产能力与质量管理的严峻考验。多层P

CB作为电子产品的核心部件，其可靠性、稳定性及一致性直接关系到产品的整体性

能。因此，企业需构建全面质量管理体系，从原材料采购、生产制造到成品检验，

每一环节都需严格控制，确保产品品质的卓越。同时，引入先进的检测技术，如自



动化测试设备与智能诊断系统，能够及时发现并解决潜在问题，进一步提升产

品品质。加强售后服务体系建设，快速响应客户需求，解决使用过程中的问题，也

是提升客户满意度、增强品牌信誉的关键举措。

环保要求的日益严格，则推动了PCB行业向绿色制造转型。在全球环保意识不

断提高的背景下，客户对多层PCB的环保性能提出了更高要求。企业需积极响应环

保号召，加大环保技术研发力度，采用新型环保材料，优化生产工艺，降低生产过

程中的污染排放与资源消耗。通过实施清洁生产、循环利用等措施，不仅能够满足

客户的环保需求，还能提升企业的社会责任感与可持续发展能力。

个性化定制、品质提升与环保要求已成为推动多层PCB行业发展的三大关键要

素。企业需紧跟市场趋势，加强技术创新与管理优化，不断提升自身的核心竞争力

，以应对日益激烈的市场竞争与复杂多变的外部环境。

第三章 多层PCB行业技术发展

一、 技术发展现状及趋势

在电子制造业日新月异的今天，多层PCB作为电子产品的基础组件，其技术发

展趋势直接关联着整个行业的未来走向。高精度制造技术、环保材料与工艺、智能

化与自动化生产以及高速高频传输技术，已成为推动多层PCB行业持续发展的关键

驱动力。

高精度制造技术是多层PCB行业发展的基石。随着芯片集成度的不断提升和电

子产品的小型化需求，对PCB的制造精度提出了更为苛刻的要求。激光钻孔技术以

其高精度、高效率的特点，已成为多层PCB板孔加工的主流技术。同时，微细线路

制作技术的不断进步，使得PCB板上的导线越来越细，布线密度大幅提高，进一步

满足了高集成度电子产品的需求。这些高精尖技术的应用，不仅提升了PCB的性能

，也为电子产品的创新与发展提供了坚实的支撑。

环保材料与工艺的应用，则是多层PCB行业积极响应环保号召、实现绿色制造

的重要举措。在材料方面，无铅、无卤等环保材料的应用，有效降低了PCB生产过

程中的有害物质排放，保护了生态环境。而在工艺上，通过优化生产流程、采用先

进的废水回收技术等手段，进一步减少了生产过程中的资源消耗和环境污染。绿色

制造已成为多层PCB行业发展的重要趋势，为行业的可持续发展奠定了坚实的基础

。

智能化与自动化生产的推进，则是多层PCB行业提升生产效率、降低人力成本

的重要途径。随着智能制造技术的不断发展，AI辅助设计、自动化生产线等智能化

设备在多层PCB生产中的应用越来越广泛。这些设备不仅能够大幅提高生产效率，

降低生产成本，还能够提高产品的稳定性和一致性，为多层PCB行业的高质量发展

提供了有力保障。

高速高频传输技术的研发与应用，则是多层PCB行业顺应市场需求、推动产业

升级的关键所在。随着5G、物联网等技术的快速发展，对多层PCB的高速高频传输



性能提出了更高要求。为了满足市场需求，多层PCB行业正积极研发新型材料

、优化布线设计等关键技术，以提升PCB的传输速度和信号质量。这些技术的研发

与应用，不仅将推动多层PCB行业的技术进步和产业升级，也将为整个电子制造业

的快速发展提供有力支撑。

二、 核心技术与专利情况

在电子产品高度集成化的今天，多层PCB作为电子设备的基石，其技术革新直

接影响着整体产品的性能与可靠性。这一领域的技术进步，离不开先进材料技术、

精密加工技术、多层堆叠与互联技术，以及设计与仿真技术的协同发展。

先进材料技术的研发与应用，为多层PCB提供了坚实的物质基础。 

高性能树脂的采用，不仅增强了PCB的机械强度与耐热性，还优化了介电性能，确

保信号传输的稳定性与高速性。铜箔作为导电层的关键材料，其表面粗糙度、延展

性及耐蚀性的提升，直接关乎到PCB的导电效率与使用寿命。阻焊油墨的进步，则

有效防止了焊接过程中的短路问题，提高了成品率与可靠性。这些材料技术的不断

突破，为多层PCB向更高密度、更高性能方向发展奠定了坚实基础。

精密加工技术是实现多层PCB精细制造的核心。 

激光钻孔以其高精度、高效率的特点，成为制作微孔与盲孔的首选技术，极大地提

升了PCB的布线密度与层间互联能力。机械钻孔则在保证孔壁质量的同时，实现了

大批量生产的需求。化学蚀刻技术则通过精确控制蚀刻液的浓度与反应时间，实现

了线路图形的精细化加工。这些精密加工技术的融合应用，确保了多层PCB的线路

精度与层间对准度，满足了电子产品对高精度、高可靠性的严苛要求。

多层堆叠与互联技术是多层PCB技术的灵魂所在。 

层压工艺的创新，使得多层PCB的层间结合更为紧密，提高了整体结构的稳定性。

盲孔/埋孔制作技术的成熟，实现了层间信号的垂直互联，减少了信号传输路径，

提高了信号完整性。电镀填孔技术则解决了盲孔/埋孔填充难题，确保了孔内金属

化质量，提高了PCB的导电性能与散热能力。这些技术的不断突破，使得多层PCB在

结构复杂度与功能集成度上达到了前所未有的高度。

设计与仿真技术的发展，则极大地提升了多层PCB的设计效率与准确性。 

CAD/CAE/CAM软件的普及与应用，使得设计师能够快速完成多层PCB的布线设计、热

分析、电磁兼容性分析等复杂任务，提高了设计效率与准确性。仿真技术的应用，

则能够在设计初期就发现并解决潜在问题，避免了后续制造过程中的修改与返工，

降低了制造成本与时间成本。这些技术的深度融合，推动了多层PCB设计向智能化

、自动化方向发展。

多层PCB技术的革新与发展，离不开先进材料技术、精密加工技术、多层堆叠

与互联技术，以及设计与仿真技术的共同支撑。随着这些关键技术的不断进步，多

层PCB将继续在电子产品领域发挥重要作用，推动整个行业的持续发展与创新。

三、 技术创新对行业的影响



技术创新引领多层PCB行业升级与发展

在多层PCB这一高度技术密集型领域中，技术创新始终是推动行业持续升级与

发展的核心驱动力。随着科技进步与市场需求的不断变化，企业纷纷加大研发投入

，通过引入新技术、新工艺和新材料，不断提升产品性能与质量，以满足日益复杂

和多样化的应用场景。

技术创新推动产业升级

多层PCB行业的发展历程充分展示了技术创新对产业升级的深远影响。从早期

的普通材料到如今的树脂、高性能复合材料等，材料科学的进步极大地提升了PCB

的耐热性、稳定性及生产效率。例如，聚酰亚胺树脂层压板的引入，不仅推动了PC

B基材向高耐热性方向发展，还促进了整个产业链的技术升级。随着集成电路（IC

）技术的引入与应用，PCB的设计复杂度与集成度显著提升，为电子产品的小型化

、高性能化提供了坚实基础。这些技术创新不仅增强了PCB产品的市场竞争力，还

推动了整个电子行业的快速发展。

核心技术增强企业竞争力

在激烈的市场竞争中，掌握核心技术的企业往往能够脱颖而出。多层PCB行业

作为技术壁垒较高的领域，企业通过持续的技术创新，不仅能够提升产品的附加值

，还能在品牌塑造与市场推广方面占据优势地位。例如，强达电路凭借其深厚的技

术积累和持续的创新投入，成功突破了高多层板、高频板、高速板等多项技术难题

，形成了丰富的产品线，满足了不同客户的定制化需求。这种基于核心技术的竞争

力构建，为企业赢得了市场认可与信赖。

促进产业链协同发展

技术创新不仅局限于多层PCB制造环节本身，还深刻影响着上下游产业链的协

同发展。新型材料的研发与应用需要材料供应商的紧密配合与支持，共同推动材料

科学的进步与产业化应用。同时，智能制造技术的引入则要求设备制造商不断创新

与升级，以适应多层PCB生产的高精度、高效率需求。这种跨领域的协同创新模式

，促进了产业链上下游企业之间的紧密合作与共赢发展。

灵活应对市场变化

面对快速变化的市场需求和技术挑战，技术创新成为了多层PCB企业灵活调整

产品结构和生产策略的关键。通过不断研发新产品、新技术，企业能够迅速响应市

场变化，满足客户的多样化需求。同时，技术创新还有助于企业优化生产流程、提

高生产效率、降低生产成本，从而在激烈的市场竞争中保持领先地位。

第四章 行业竞争格局与主要企业

一、 行业竞争格局分析

当前，中国多层PCB行业正步入一个多元化与高度竞争并存的发展阶段。这一

领域内，不仅国际巨头如西门子、阿尔泰等凭借其深厚的技术积累和品牌影响力稳

固市场地位，同时，本土企业如鹏鼎控股、东山精密等亦通过技术创新与市场



拓展迅速崛起，形成了独特的竞争优势。这一竞争格局促使行业内企业不断提

升技术实力与产品质量，以满足市场对高端多层PCB产品的日益增长需求。

市场份额分布上，尽管整体呈现分散态势，但头部企业通过技术创新、品牌建

设及市场拓展等手段，逐步扩大其市场份额。这些企业通过持续的技术研发投入，

提高生产效率与产品质量，进而在市场中占据领先地位。同时，随着市场竞争的加

剧，中小企业也在积极寻求差异化发展路径，以期在细分领域内取得突破。

技术创新无疑是推动行业发展的关键力量。面对高密度互连(HDI)、任意层互

连(Anylayer 

HDI)、射频(RF)等高端PCB产品需求的激增，企业纷纷加大研发力度，提升产品性

能与功能集成度。这不仅满足了市场对于更高性能PCB产品的需求，也推动了行业

技术的整体升级与产品结构的优化调整。随着智能制造技术的广泛应用，多层PCB

生产过程的自动化程度显著提升，进一步提高了生产效率和产品质量的稳定性。

环保政策的趋严则为行业带来了新的挑战与机遇。为符合环保法规要求，企业

不得不加强环保投入，引入无铅焊接、废水回收等环保技术，以降低生产过程中的

环境污染。这一转型虽然增加了企业的运营成本，但也促进了行业向绿色制造方向

发展，提升了整个行业的可持续发展能力。未来，随着环保意识的不断提高和环保

法规的进一步完善，绿色制造将成为多层PCB行业发展的重要趋势之一。

二、 主要企业及产品介绍

多层PCB行业领军企业分析

在多层PCB这一高度专业化的领域内，企业间的竞争格局日益激烈，技术创新

与市场拓展成为企业脱颖而出的关键。其中，鹏鼎控股、东山精密与深南电路凭借

其显著的技术优势与广泛的市场布局，成为行业的领军者。

鹏鼎控股：全方位服务引领行业潮流

鹏鼎控股作为全球PCB市场的佼佼者，其业务覆盖了消费电子、汽车电子等多

个领域，为客户提供从设计到制造的全方位服务。特别是在折叠屏手机等新兴市场

的布局上，鹏鼎控股凭借其在多层PCB技术上的深厚积累，迅速响应市场需求，为

行业客户提供高质量的产品与服务。面对国际贸易环境的变化，鹏鼎控股积极布局

海外市场，通过在泰国、越南等地的投资建厂，不仅降低了生产成本，还进一步巩

固了其全球供应链的优势地位。

东山精密：技术实力与市场份额并重

东山精密在多层PCB领域同样表现出色，其产品在高品质、高性能方面享有盛

誉，深受国内外客户的信赖。东山精密注重技术创新与研发投入，不断推出符合市

场需求的新产品，满足了不同行业客户的定制化需求。同时，凭借其强大的生产能

力与灵活的供应链管理，东山精密在全球市场上占据了较大的份额，成为了多层PC

B行业的重要力量。
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